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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记：
1） 预审指示不加标记时，请不要加无铅标记和电测章，此客户默认是不加我司任何标记；客户有要求时，预审需在预审指示中说明加那些标记,如下所示为顾客默认要求：
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Do not change or delete our logos!
Please produce according to IPC-A-600G class 2.





    2) 当客户设计周期如下左图所示情况（已封好具体周期），CAM直接更改为右图方式添加，ERP备注周期格式‘WW/YY’即可，即按照实际生产周期封。
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3) 刚性板UL标记添加要求

①对于客户有UL 标记号要求的，如客户ODB++文件中出现“$$ul”时，将“$$ul”更换成“09”。
②对于Rogers板材需在标记后加_ROG，如E198312/ML09_ROG
③CAF 增强材料有 CTI class 0要求的则在标记后添加_PLC 如E198312/SL09_PLC（客户在制板资料里面提到使用CTI600的物料时按此添加）
④铜厚＞200微米的标记后添加_THC，如E198312/ML09_THC 
钻孔：
2） 当顾客文件为ODB++格式TGZ文件时,若钻孔如下图所示，CAM以Finish Size一列为准：
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2) 大于等于6.2mm的PTH孔公差超能力可以放宽到+/-5mil控制，大于等于6.3mm的NPTH孔公差超能力可以放宽到+/-4mil控制
2. 贴片层
顾客没有明确要求的前提下,贴片层的焊盘对应阻焊层没有开窗时，阻焊按客户的原始文件制作，不需要确认增加开窗
4.阻焊桥
   当客户要求SMT/BGA做桥（客户原文件涉及桥或客户要求阻焊桥），必须要保证阻焊桥。如果顾客设计的阻焊桥超过公司生产能力时，需要与顾客确认，不可随意删除。当顾客原始文件中设计的阻焊桥不是整体的，是独立的，但是呈叠加效果（即在非骨架模式下阻焊开窗呈整体状），此类设计按照开通窗处理，不再确认。
5.桥连．当顾客要求拼板交货，拼板方式为桥连（Panel Milled with Bridges）时，当客户文件中有拼板文件，没有给出具体的桥连位置，或者客户对桥连设计没有特殊要求，那么按照我司常规加桥连即可，不需要跟客户确认。

6.3M胶:

        客户默认接受3M胶残留激光碳黑，以后工程不用再发EQ确认
7. 单面板:当NPTH孔打在铜面上或者设计有焊盘，按文件做即可，客户接受露铜，不需要跟客户确认；
8.过孔工艺:

    eq \o\ac(○,1). 当客户要求过孔按照“IPC4761 type VII”处理时，两面开窗的过孔不允许删除开窗，按文件作，不需要跟客户确认
    eq \o\ac(○,2)当客户要求过孔处理方式为IPC 4761 type V或者type VI时，不允许用阻焊塞孔，只能做非导电树脂塞孔，按照Type VII处理，即塞孔且镀铜，同时，客户设计的过孔开窗需保留，无需确认
9.光学点：
        若客户设计了阻焊开窗，对应线路层的位置没有光学点，但贴片层有设计这些光学点，此类情况阻焊、贴片、线路层都按文件设计做即可，不需要处理也不需要确认。
10.V3I7常规确认问题汇总


[image: image5.emf]工程通用问题汇总. pdf


预审部分：
1. 顾客文件里都会含有制板说明：
1) 如果除了制板说明，客户另附有doc / txt / pdf / jpg等等形式的叠层，则以另外附的叠层为准，忽略制板说明中的铜厚及介质厚度要求，叠层完成后如不满足客户的叠层要求则需发给客户确认；但如果客户没有另外附叠层，则以制板说明中的叠层为准；
2) 如果制板说明标注“Milling: XX mm”，如下图所示，则请忽略“XX mm”，这只是客户自己内部的参考数据。我司可将其理解为“Milling: YES”即可；
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Article Description Unit Qty.
PLEASE ADVISE PRICE

AND AWAIT OUR CONFIRMATION TO GO AHEAD!!

B L ——

LX-PCB1079 PCB: LX-PCB1079 Pieces 2,00
Customer: 20982
Format: 4 - Layer - Multilayer
Size: 425,00mm x 280,00mm = 11,90dm?

Material: ~ FR4 1.55mm 35/35/35/35um Cu
Surface:  HARD GOLD
Solderstop:  Top + Bottom, green

o

- HARD GOLD min 0.8um

LX-PCB1079 *** One off tooling costs including film plotting and  Pieces 1,00
electrical testing and X-RAY and A.0.1.

Please confirm this order by email.
Delivery Date: 13.12.2012




     3）双面板是RO4350B或者RO4003C板材的，客户要求的厚度为材料厚度（不含铜），请选择最接近此厚度的材料，成品板厚按照我司标准控制即可。

	RO4350B (Core)
	0.254mm(10mil)
	RO4003C (Core)
	0.203mm(8mil)

	
	0.338mm(13.3mil)
	
	0.305mm(12mil)

	
	0.422mm(16.6mil)
	
	0.406mm(16mil)

	
	0.508mm(20mil)
	
	0.508mm(20mil)

	
	0.762mm(30mil)
	
	0.813mm(32mil)

	
	1.524mm(60mil)
	
	1.524mm(60mil)


4）当客户要求表面工艺为“Copper Blank”时，按照裸铜制作，客户接受铜面氧化的风险。

5) 单双面板，当客户订单中要求“Arlon 85N 1.55mm 35μm Cu”时，不需要跟客户确认，直接使用“1/1OZ 1.498mm 85N”的芯板制作，成品板厚按我司标准控制即可。
  6)  客户订单中的“Milling：**mm”仅为参考值，可忽略；
  7) 客户订单中的“Min Track / Space: **μm”仅为参考值，以实际gerber为准；
 8)  关于客户订单中的“Min. Drill Dia.: **mm”，当gerber文件中的最小钻孔比该值小时，需跟客户确认，当gerber文件中的最小钻孔与该值等大或比该值大则以gerber文件为准，不需要确认。
  9) 当客户订单要求表面工艺为Galvanic Gold时，按照镀硬金制作；如果金厚不明确，需要跟客户确认
2. TGZ文件及网络对比：
   该客户提供的原始文件中包括TGZ和Gerber，忽略Gerber，直接用TGZ即可；如果客户提供的TGZ文件中有IPC网表，直接忽略，预审不需要做原始文件的网络对比
3.阻焊：


客户订单中的Solderstop就是Soldermask的意思；顾客常常有如下三种阻焊描述：
                   ①Solderstop：Top , Green (单面阻焊)
                   ②Solderstop：Top and Bottom, Green （双面阻焊）
                   ③Solderstop：Without （不印阻焊）

    柔性板和刚柔板还会有这样的描述: “Solderstop：Coverlay,top(单面阻焊)” ；“Solderstop：Coverlay,top & Bottom（双面阻焊）”

     说明：当且仅当客户订单与gerber文件矛盾时，才需要跟客户确认：例如，客户要求“Solderstop:Top,Green”，即“顶层印绿色阻焊，底层不印阻焊”，如果gerber文件中只提供了顶层阻焊层，没有底层阻焊层，则不确认；但是如果客户提供的gerber文件中包含底层阻焊层，则需要跟客户确认
4.材料：

1)当顾客说明中要求使用Mid-TG FR4时，直接用High TG FR4替换即可，不需要确认.
2)除12L层及以上、HDI、无铅喷锡、混压工艺外，如顾客没有其他特殊要求，FR4 材料全部采用 中TG板材  制作。

5.翘曲度：

       当顾客设计单面阻焊时，翘曲参照以下接受标准控制即可（来自内部联络单“单面阻焊设计翘曲控制说明”），无需跟客户确认。

	成品板厚(H)
	H≤0.5mm
	0.5mm＜H≤0.7mm
	0.7mm＜H≤0.85mm
	0.85mm＜H≤1.0mm
	H＞1.0mm

	翘曲接收标准
	2.00%
	1.50%
	1.20%
	1.00%
	0.75%


6.板厚说明：
       当客户没有提供叠层时，客户订单中的板厚不包含外层铜厚(基铜和镀铜都不包括)和阻焊厚度，成品厚度按我司标准（依照内部联络单：内部联络单-RD20160807-关于非常规理论板厚设计事宜.pdf也就是和西门子的单一致）,叠层请选择NoCopper类型，并且需要指示给到CAM。

7.
CAM部分： 无
7.叠层设计要求
1）客户文件中提到叠层使用4L-01,使用图一的叠层设计，无需确认
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图一
2）客户文件中提到叠层使用6L-01,使用图二的叠层设计，无需确认
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图二

3）客户文件中提到叠层使用8L-01,使用图三的叠层设计，无需确认
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图三
FPC:
  1)柔性板和刚柔板还会有这样的描述: “Solderstop：Coverlay,top   (单面阻焊)” ；“Solderstop：Coverlay,top & Bottom（双面阻焊）”
  2)当客户订单中提到“Coverlay Dupont Pyralux FR0110 or equivalent Shengyi”时，直接用生益同等规格的覆盖膜替换即可，不需要确认

  3)刚柔板叠层不对称时，翘曲度直接按照2%控制，不用跟客户确认；

  4)柔性板表面工艺为沉金或镀金，当客户要求“不印阻焊或者不贴覆盖膜”时，不需要跟客户确认，直接按照客户的要求制作，客户接受金面裂纹。
  5) 柔性板：当客户设计的焊盘或者手指距离板边很近时，允许按我司规范削铜，确保8mil的距离，不需要跟客户确认
 6) 单面及双面柔性板，没有补强或3M胶的，不需要跟客户确认叠层
 7) 使用覆盖膜时，覆盖膜的PI厚度只能选用大于等于25um厚度

 8）柔性板：Set交货的板子，客户只接受set中小于等于unit数20%的X板
9) 对于柔性板设计有补强的，当客户没有特别说明时，若客户设计的补强区域对应有开窗孔，补强上的孔可以比板内的孔单边大6mil制作（6mil是指钻孔补偿后的）无需确认。
 10. 关于覆盖膜的厚度，当客户没有叠层要求时，客户订单关于覆盖膜的要求“PI Coverlay 25μm”或者“PI Coverlay 50μm”时，25um或者50um仅仅指PI的厚度，不包含胶厚。
10）对于客户有UL 标记号要求的，如客户ODB++文件中出现“$$”等符号时，直接按照客户UL 档案号要求进行更改，不需要与客户确认。刚挠板和挠性板，“$$”更换成“09”。（UL档案见附件）
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序号 类别 问题 图片


1 文件名称
客户提供文件均为ODB++文件，我司在做EQ
沟通时，不要向顾客提到gerber 这个字
眼，避免客户误会


1，UL logo R注册号太小，超出我司丝印
能力，按照我司能力要求加大即可，没有办
法加大，允许模糊；


2，字符标记太小无空间加大，按照客户文
件制作，允许字符模糊；


3，对于客户有UL 标记号要求的，如客户
ODB++文件中出现“$$”等符号时，直接按
照客户UL 档案号要求进行更改，不需要与
客户要求；


字符（包含蚀刻标记，阻焊标记）没有镜像
（字符是反的），字符按照常规要求镜像即
可，不需要与客户确认


3 削铜问题


客户线路图形或导体距离板边或V-CUT过近
导致铣板或V-槽露铜时，或刚柔板刚性区域
线路或导体距刚柔结合区不满足0.4mm距离
时，1，在保证不影响客户网络设计及使用
的情况下，允许移线，移孔，削铜皮；2，
焊盘削铜超过10%请与客户确认


正常情况


异常情况


5 阻焊厚度
客户制板说明中有阻焊厚度要求但不满足我
司能力的，按照我司能力制作，不需要与客
户确认


过孔与贴片焊盘间距过小无法保证阻焊桥，
按照开通窗处理，不用与客户确认


焊盘间距过小，超我司阻焊桥能力，按照开
通窗处理，不用与客户确认


焊盘间距足够，阻焊开窗重叠，按照开通窗
处理，不用与客户确认


V3I7/V2FP EQ 通用问题汇总


标识问题2


客户提供文件中出现断线头，在不影响网络
性能的情况下，按照文件制作，对于明显异


常的情况，需提出与客户沟通确认
断线头4


6


共用部
分


阻焊桥问
题







7
金手指倒
边问题


倒角仅给出角度，没有给出深度要求或倒角
仅给出深度，没有给出角度，按照我司规则
处理，不允许倒角露铜，不用与客户确认


8 铜厚问题
客户制板说明中，没有明确提出是基铜厚度
还是完成铜厚的情况下，全部按照完成铜厚
进行处理，不用与客户确认


9 叠层问题
客户没有叠层要求，在满足板厚要求的情况
下，叠层不用与客户确认，有叠层要求的，
按照通用规范中要求执行


10
BGA焊盘大
小问题


BGA 太小超出我司制作能力，bga可以加大
到我司能力进行制作，不用确认


11 小板切割
小板切割的板子允许板子黏贴在切割膜上一
起发货给客户，不用与客户确认


12
拼板桥连


问题


当拼板桥连宽度不足或邮票孔过大时，生产
过程中很容易断板或不容易分板，邮票孔桥
连位置不合理比如在金手指位置时，按照我
司规则制作加铣槽，桥连或邮票孔（根据需
要确定是否需要添加）或调整桥连位置，无
需确认，有金属包边的需要与客户确认；


13
铜皮层网
格问题


网格太密，超出我司生产能力，按照我司能
力重新铺网格，不用与顾客沟通
不满足我司能力的情况下，对于刚性板或刚
柔板刚性区域，可以调整成铜皮


14
要求不一
致问题


制板说明中尺寸与客户ODB 文件不一致时，
按照ODB文件尺寸制作，不需要与客户确认


15 刚性板 翘曲问题
因为叠层不对称，残铜率分布不均匀，翘曲
没有超出1.5%的，按照实际翘曲控制，对于
翘曲超出1.5%的，与客户确认


对于软板部分盘中孔一面开窗，一面不开窗
的，2面全部按照开窗处理，不需要与客户
确认


仅软板过孔（非盘中孔）有开窗的，删除过
孔开窗制作，不用与客户确认


对于覆盖膜开窗导致线路露铜的，如无法调
整或避开，按照客户文件制作，允许露铜，
不需要确认


焊盘间距不足16mil的允许覆盖膜开通窗制
作


金手指区域手指焊盘间有覆盖膜的，按照开
通窗处理，不需要与客户确认


覆盖膜开
窗


软板、
刚柔板
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共用部
分







我司贴补强是采用人工去贴的，需要在板内
印补强外形线来便于补强贴合对位，不用与
客户确认


软板补强尺寸不够大导致线路或焊盘容易断
裂，加大补强尺寸比焊盘单边大0.5mm，不
用与客户沟通


对于有拼板且板内有FR4 补强，附边加FR4
补强,不用沟通


为提高效率，PI补强建议按照附件方式进行
加工,但是附边会残留PI补强


18
3M胶邦定


问题
当3M胶离补强或刚性区域小于0.5mm时，按
照我司能力制作，不用沟通确认


19
柔性区域


拉通
对于有拼板设计的板子，覆盖膜、柔性区域
拉通无需与客户确认


补强问题


软板、
刚柔板
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		[575087]
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Date（报告时间）
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Product Designation
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Product Designation



		

		

		

		

		



		

		Multilayer flexible materials interconnect constructions

多层柔性材料互连结构

		2012-03-23

		MLF1

		MLFS09



		

		Multilayer flexible materials interconnect constructions (Flexible Application)

多层柔性材料互连结构(柔性应用)

		2012-03-23

		MLF2

		MLFD09



		

		Single layer flexible materials interconnect constructions(Flexible Application)

单层柔性材料互连结构(柔性应用)

		2012-03-22

		SLF2

		SLFD09



		

		Multilayer Rigid Flex Composite, Flexible Materials Interconnect Constructions (Flex-to-install Application)

多层刚柔复合材料、柔性材料互连结构(柔性安装应用)

		2012-03-24

		MLRF3

		MLRFS09



		

		Multilayer Rigid Flex Composite, Flexible Materials Interconnect Constructions (Flexible Application)
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		2012-03-24

		MLRF1

		MLRFD09
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